



「IC、PCB、以及Module之雜訊與EMC設計對數位無線通訊效能之影響分析」研討會議程

	98年11月05日(星期四)/09日 (星期一)

	時    間
	活 動 內 容

	8:30-9:00
	報      到

	9:00-9:10
	開  幕  式

	9:10-16:00
	98年11月9日 (星期一)  9:10 -10:00

貴賓致詞暨經濟部標準檢驗局九十八年度電磁相容(EMC)設計競賽頒獎

(標準檢驗局   陳局長介山)
主講者:逢甲大學通訊系林漢年副教授、袁世一副教授

內容:
1. 現階段電子產業所遭遇之EMC與散熱問題分析 

   - Platform noise analysis

- EMC issues from intra-system (modules) level to chip-level

- Component’s Noise Budget概念簡介
- Thermal management and EMC analysis
- PCB–EMC設計競賽探討

2. Intra-system EMC interaction case study - use notebook as an example 
     - Problem finding

- Simulation model introduction

- Model reduction/building

- Simulation vs. measurement verification

- Summarize findings
  


	98年11月06日(星期五)/ 10日 (星期二)

	9:00-16:00
	主講者:逢甲大學電機系曾斌祺助理教授、通訊系林漢年副教授

內容:
3. EMI design rule of high speed PCB 

  - Basic knowledge about electricity

- EMI rule check

- EMI caused by power, signal, return path  

4. High frequency material characterization by SPP method 

     - Challenges in modeling and measurements, limitations of present methodologies

- Short-pulse-propagation-based complex permittivity extraction
5. 積體電路晶片及封裝層級之EMC分析與相關量測標準簡介 
- System levels requirements for SIP
- Parasitic effects of High-speed VLSI interconnections

- Parasitic effects of packaging for integrated communication microsystems

- ISO/IEC 61967and 62132 Measurement methods

- IC EMC Models

- EMC design trend for chip-level
  

	16:00-17:30
	98年11月10日 (星期二)
IEC 61967-2, -3, -5對應CNS標準草案公開說明會及綜合座談

(相關標準草案資料僅提供給報名參加此一場次者，且於說明會前提供)

主持人:逢甲大學通訊系林漢年副教授


	IC、PCB、以及Module之雜訊與EMC設計對數位無線通訊效能之影響分析
研討會

	· 為使報名程序順利完成，請詳細勾選參加場次及填寫以下資料，謝謝！
第一場次      98年11月05 ~ 06日（星期四 ~ 五）　　上午9:00至下午16:00

   □         逢甲大學第六會議廳 (台中市西屯區文華路100號)
第二場次      98年11月09 ~ 10日（星期一 ~ 二）　　上午9:00至下午16:00

   □         經濟部標準檢驗局大禮堂(台北市中正區濟南路一段4號)
標準草案公開說明會      98年11月10日（星期二）　　下午16:00至下午17:30

   □         經濟部標準檢驗局大禮堂(台北市中正區濟南路一段4號)
姓  名
□先生      □女士
服務 / 就學
單位（科系別）
職
稱
聯絡電話
(    )
傳真號碼
(    )
行動電話
E-mail

通訊地址
(請填寫郵地區號)

飲食習慣
□葷  □素   

□其他特殊飲食習慣                                   
· 報名方式
1. 費用：本活動完全免費，敬備午餐及茶點；歡迎踴躍報名參加。
2. 報名即日起至98年11月2日前(星期一)額滿為止。
3. 報名方法：填妥報名表後~
(1) E-mail至 pcnien@fcu.edu.tw
(2)傳真至 （04）3507-2117

主辦單位將於接受報名後以e-mail回覆報名成功訊息，若於報名後二日內未收到通知，請儘速與主辦單位聯絡，謝謝。
· 聯絡方式
  逢甲大學　積體電路電磁相容研究中心　粘碧純小姐

  電話：(04)2451-7250轉3882

  E-mail：pcnien@fcu.edu.tw  
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98年度委辦計畫名稱


「車用IC EMC/SI/PI之檢測標準、研討會、PCB EMC設計競賽委辦計畫」





IC、PCB、以及Module之雜訊與EMC設計對數位無線通訊效能之影響分析研討會





鑑於近年來，IC 製程技術之演進相當快速，現已進入奈米時代，所設計的電路速度也已進入到Giga Hz的時代，然而這些進步卻衍生如Signal Integrity與 EMC等相關的問題，使得系統晶片【將射頻、類比電路、數位電路等電路，整合至單一顆系統晶片(SoC) 】在整合實現時，將更加困難，亟待解決。此外，隨著無線通訊的應用與日遽增與科技的日新月異，產品體積輕薄短小化且功能豐富多的狀況下，高速數位系統的設計都需附加愈來愈多的無線通訊技術；如在Notebook中加入GSM、WLAN、GPS、Blue tooth、DVB-H......等，在縮小的體積內建置更多的無線通訊模組與天線。目前我們發現不管是系統或元件(如模組、天線)，當這些系統或元件整合到數位無線通訊系統時，這些系統或元件間產生雜訊的干擾可能會影響到其本身的傳輸性能，如data rate降低、傳輸距離變短等。此種無線通訊的Platform Noise觀念其實跟EMC是相同的，只是Platform Noise又是更嚴重的問題，因為很多意圖發射的元件或模組一起緊密建置於系統內時，使得在系統整合時所造成的電磁干擾問題也越來越嚴重，在操作情況下，所需注意的焦點已經不單單只在設備與設備之間的EMC問題，更是演進到系統內模組與模組間的相容性測試，而因應此趨勢，電磁相容設計與驗證已經逐漸從電子設備或系統設計的重心轉移到模組與積體電路元件(SOC)上。一般而言，解決EMC的問題越往源頭越容易解決，而且解決的成本亦較低，因此EMC技術發展的趨勢將是由系統開始，而後逐漸朝模組與電路板設計方向的系統內干擾問題研究，未來則無可置疑地必須往晶片層級的設計與製程解決EMC的問題。為提昇台灣在 EMC 領域的整體技術能力，國內 EMC 相關領域的產官學研單位與機構每年均舉辦學術研討會，發表 EMC 實例與研究心得，共同探討 EMC 問題的對策。本研討會將藉由專題演講、實務分析與意見交流討論、以及配合今年首度舉辦之「九十八年度電磁相容設計競賽」，建立學術研究、標準測試方法之模擬分析、以及實務工作的密切聯繫，以期能夠提昇解決EMC、PI、SI等迫切問題的技術與能力，建立完整的 EMC 設計規範與量測技術，並培養國內產業界在產品差異性設計時所需的相關專業人才。





(免費)歡迎產學研界相關人士與各大專校院師生報名參加!


活動內容：


活 動 日 期�
98年11月05 ~ 06日�
98年11月09 ~ 10日�
�
時   間�
上午9:00至下午16:00�
上午9:00至下午16:00�
�
地   點�
逢甲大學第六國際會議廳  (台中市西屯區文華路100號) （名額60人）�
經濟部標準檢驗局大禮堂 (台北市中正區濟南路一段4號)（名額100人）�
�
報名日期：即日起，名額有限，額滿為止，敬請儘速報名，以免向隅（名額共160人）


報名方式：(1)  E-mail至� HYPERLINK "mailto:pcnien@fcu.edu.tw" ��pcnien@fcu.edu.tw�  (2) 傳真至（04）3507-2117


請確實填寫e-mail與傳真號碼、聯絡電話。


********************************************************************


主辦單位：經濟部標準檢驗局 


承辦單位：逢甲大學 積體電路電磁相容研究中心


洽詢專線：（04）2451-7250轉3882 粘碧純小姐











